
Im Rahmen des 3. Industrie-Partner-Symposiums (IPS) der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
fand am 30.10.2010 ein Kolloquium des IAVT und des ZµP statt. Zugleich war dies das 55. Treffen des 
Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie (VDE/VDI). 
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Through Silicon Vias für die 3D-Integration - Untersuchungsmethoden für Fehleranalyse und 
Prozesskontrolle 
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Future Perspectives of Carbon Nanotubes for TSV Interconnect Applications 
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